
จิระวัฒน  เกลือ้นรัตน  2550: การศึกษาฟลมบางซิลิกอนที่เคลือบดวยกระบวนการดีซี
สปตเตอริงและอารเอฟสปตเตอริง  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ฟสิกส) สาขา
ฟสิกส ภาควิชาฟสิกส  ประธานกรรมการที่ปรึกษา: รองศาสตราจารยสุปรียา 
ตรีวิจิตรเกษม, Dr.Ing.  65 หนา 
 
 

 การวิจัยนี้  ไดเคลือบฟลมบางซิลิกอนดวยวิธีดีซีสปตเตอริงและวิธีอารเอฟสปตเตอริง  
ความดันกอนการเคลือบฟลมมีคาประมาณ 2×10-5 mbar  โดยใชเปาสารเคลือบเปนซิลิกอน
บริสุทธิ์ 99.9% ขนาดเสนผานศูนยกลาง 7.620 cm  และหนา 0.318 cm  ใชแผนรองรับเปนแผน
ควอตซ  ความดันกาซอารกอนขณะเคลือบมีคาประมาณ 8×10-3 mbar  ใชกําลังไฟฟาในการ
เคลือบฟลม 3 คา คือ 100, 150 และ 200 W  และเวลาในการเคลือบฟลม 1 - 3 ช่ัวโมง  พบวา  ที่
กําลังไฟฟาและเวลาในการเคลือบเทากัน  กระบวนการดีซีสปตเตอริงมีอัตราการเคลือบเร็วกวา
และใหฟลมที่มีความหนามากกวากระบวนการอารเอฟสปตเตอริง 
 
 เมื่อนําฟลมตัวอยางไปอบดวยความรอนที่อุณหภูมิ  700, 800, 900 และ 1000 °C  และ
เวลาในการอบ  5, 10 และ 20 ช่ัวโมง  แลวศึกษาโครงสรางจุลภาคของฟลมตัวอยางดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดและเครื่องเล้ียวเบนรังสีเอกซ  พบวาฟลมบางซิลิกอนที่
เคลือบดวยวิธีดีซีสปตเตอริงมีความเปนผลึกมากกวาฟลมที่เคลือบดวยวิธีอารเอฟสปตเตอริง  และ
ความเปนผลึกของฟลมมีคาเพิ่มขึ้นตามกําลังไฟฟาที่ใชในการเคลือบฟลม  อุณหภูมิ  และเวลาที่
ใชอบฟลม 
 
 เมื่อใชสมการของเชอรเรอรคํานวณขนาดเกรนของฟลม  พบวาไดผลเชนเดียวกับความ
เปนผลึกของฟลม  โดยฟลมที่เคลือบดวยวิธีดีซีสปตเตอริงมีขนาดเกรนใหญกวาฟลมที่เคลือบดวย
วิธีอารเอฟสปตเตอริง 
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